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ELECTRONIC PRODUCTION TECHNOLOGY

Introduktion till lodpastakomposition och anvandning

Vad ar Lodpasta?

Lodpasta ar en blandning som kombinerar lodlegering i pulverform med ett pastaliknande
harts som huvudsakligen bestar av kolofonium, vilket ar kdnt som flussmedel. Det anvands i
Surface Mount Technology (SMT).

Lodpastan trycks ut pa det tryckta kretskortet och sedan placeras elektroniska komponenter
pa kortet, foljt av aterflodeslodning for att skapa en lodbindning mellan kortet och
komponenterna.

Eftersom miniatyriseringen av komponenter kraver hogre tryckprecision av lodpastan, har
lodpastans utskriftsprestanda en betydande inverkan pa kvaliteten pa komponenternas
infastning pa kortet. For att undvika tryck- och komponentplaceringsdefekter ar det
nodvandigt att valja ldAmplig lddpasta for komponentmontering med fin delning.

Har kommer vi att sammanfatta foljande tva omraden for l6dpasta:
Du bor anvanda lodpulvertypen som referens for att valja lddpasta som passar din avsedda
anvandning.

Sammansattning.

Sammansattningen av lodpasta kan i stora drag
delas ini”lédpulver” och ”flussmedel”.

| allmanhet ar blyfritt lddpulver en legerings-
blandning av tenn, silver och kopparmetaller.
Loédpulverpartiklarna ar sfariska och finns i olika
storlekar, med vanliga pulverstorlekar fran 20 till
45 pm i diameter.

Den aterstaende komponenten som ar flussmedel bestar i forsta hand av harts sdsom
kolofonium och syntetiskt harts, samt aktivatorer och tixotropa medel som tillsatser samt
l6sningsmedel for viskositetsjustering av lodpastan.

Flusset utfor foljande funktioner:

Nar det finns en oxidfilm pa lodlegeringen eliminerar den oxidfilmen pa metallytan av
lodfogsomradet, vilket annars hindrar bindningsprocessen mellan komponenten och lodet,
vilket underlattar korrekt bindning. Dessutom, aven om oxidfilmen tas bort, kan den snabbt
regenereras under lodningsprocessen. Darfor forhindrar flussmedlet ateroxidation av
metallytan genom att beldgga den. Dessutom spelar flussmedlet en avgdrande roll for att
minska den hoga ytspanningen hos lodet, vilket gor att det effektivt kan vata och spridas pa
ytorna som ska lédas. Detta gor flussmedlet till en vasentlig komponent i lodningsprocessen.
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Anvandningsinstruktioner

Lodpasta anvands vid tryckning, som sedan foljs av komponentplacering pa kortet.

Det forsta steget innebar att lodpastan trycks pa PCB (Printed Circuit Board). Darefter
placeras olika typer och storlekar av elektroniska komponenter, inklusive chipmotstand och
kondensatorer, pa kretskortet dar lodpastan har tryckts. Denna process kallas komponent-
placering. Efter att komponenterna har placerats pa kretskortet, placeras enheten i en ugn
och varms upp for att smalta lodpastan. Genom att utsatta alla komponenter pa kretskortet
for samma uppvarmningsforhallanden kan variationen i lodfogens kvalitet minimeras.

Tillampningar av lodpasta

Under tryckprocessen kan lodpasta
appliceras med olika metoder,
beroende pa 6nskad appliceringsteknik.

Den forsta metoden ar manuell
applicering, som vanligtvis anvands
under forsknings- och experiment-
stadier nar en mindre mangd
produceras.

Den andra metoden innebar att man anvander en tryckmaskin med en stencil.

For att applicera lodpastan placeras en stencil med 6ppningar som motsvarar de dnskade
paddarna pa kretskortet. Lodpastan trycks sedan pa schablonen genom
schablondppningarna med hjalp av ett skrapablad fran tryckmaskinen. Efter att ha tagit bort
stencilen fran kretskortet forblir lddpastan endast pa avsedda l6dpaddar pa kortet. Denna
metod mojliggdr snabbare och mer exakt applicering jamfort med manuella metoder.

Lagring och hallbarhet

| allmanhet bor lodpasta forvaras i kylskap.

Detta beror pa att hogre temperaturer kan orsaka oxidation av lddmetall och o6nskade
reaktioner mellan lodpulvret och flussmedlet. Det finns dock lodpastor tillgdngliga som kan
forvaras i rumstemperatur.

Hallbarheten for lodpasta varierar beroende pa lagringsmetod och produkt, men den varierar
vanligtvis fran 6 till 12 manader o6ppnad och kyld. Anvandning av lodpasta efter utgangs-
datumet kan resultera i 6kad viskositet och hardning av l6dpastan, vilket leder till potentiella
problem. Det rekommenderas att anvanda lodpastan inom den angivna hallbarhetsperioden.

MATRONIC | SVERIGE AB
MANSKARSVAGEN 10B 14175 KUNGENS KURVA
TEL: 08- 561 291 00 EMAIL: INFO@MATRONIC.SE WWW.MATRONIC.SE



http://www.matronic.se/

